




























专利名称(译) 二维阵列超声探头

公开(公告)号 US20120143061A1 公开(公告)日 2012-06-07

申请号 US13/300024 申请日 2011-11-18

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

[标]发明人 HOSONO YASUHARU
YAMASHITA YOHACHI
ITSUMI KAZUHIRO

发明人 HOSONO, YASUHARU
YAMASHITA, YOHACHI
ITSUMI, KAZUHIRO

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 B06B1/0629 B06B1/0611

优先权 2006192020 2006-07-12 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

二维阵列超声探头包括在二维方向上彼此分开布置的多个通道，每个通
道包括层叠的压电元件和形成在层叠的压电元件上的声匹配层，该叠层
的压电元件包括​​多个第一电极和第二电极在压电体的厚度方向上交替地
布置在压电体内，使得第一电极和第二电极的侧边分别暴露于压电体的
两个相互面对的侧表面。层压压电元件安装在背衬构件上。信号侧电极
和接地电极形成为分别从压电体的两个侧表面延伸到达背衬构件，并且
分别连接到暴露于压电体的侧表面的第一和第二电极的侧边缘。
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